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高い清浄度を実現し、様々な工程に対応した枚葉
式ウェーハ洗浄装置を揃えています。

欠陥の無いフォトマスク製造に貢献するエッチン
グ装置・洗浄装置を揃えています。

デバイスの信頼性・歩留まり向上に貢献するエッ
チング装置やアッシング装置を揃えています。

多種多様なプロセス・パッケージに対応する高精
度ボンダを揃えています。
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工程図

ハイエンド 2.XD パッケージボンダ
高温リン酸エッチング装置

研磨後洗浄装置

ファイナル洗浄装置

FOSB/FOUP洗浄装置

フォトマスクエッチング装置

フォトマスク洗浄装置

ケミカルドライエッチング装置

パネル用ウェットスピン装置

ハイブリッドボンダ

ハイブリット接合前処理装置

※工程図に掲載している装置は、各プロセスの主な装置を示したものです。

ハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ




